
직무별 세부 모집분야

구 분 세부 직무

구동

ㆍ영상 신호처리 알고리즘,Panel 특성 향상 알고리즘 개발

ㆍSOC를 이용한 ASIC 설계

ㆍHigh Speed Serial Interface 설계

ㆍOLED 구동 관련 IP (DDI, TCON, TSP) 설계

Lase
ㆍLaser 응용 Cutting, 탈착,Patterning 기술개발

ㆍLaser Source 및 광학계 기술개발

Color/광학

ㆍ색 표준 및 화질 정량화

ㆍ박막 광학 (Thin Film Optics)

ㆍ설비 內광학계 설계 및 개발

박막/필름
ㆍ박막 물성 및 계면 연구

ㆍFlexible 等기능성 필름 개발 및 물성 연구

Human I/F
ㆍTouch 구동,알고리즘,센서회로 개발

ㆍ인지 특성 및 편리성 연구,오감 Sensing, 인지능력 한계 연구

Flexible
ㆍFlexible 기구설계 및 구조 최적화 개발

ㆍFlexible Window 기판 소재,AF Coating, 저반사 재료 개발

CAE

ㆍ픽셀,소자,패널 구조 해석 및 검증 자동화

ㆍDevice Physics, TCAD 및 SPICE 모델링

ㆍ유기 재료 물성 예측 및 설계

ㆍ구조,열유체,플라즈마,반응 해석,공정 제어,진단 기술

재료

ㆍ신규 재료 (Flexible재료,유기EL,전도성 물질,액정,배향막,Sealant等)

개발 및 합성 기술

ㆍ소자 구조 최적화 및 재료의 물리,화학적 이해 및 분석 능력

공정

ㆍDisplay 全공정 (a-Si, LTPS, 증착 等)

ㆍ반도체 소자,재료,반도체 공정 분석 및 해석

ㆍ광학 시뮬레이션 및 LGP,Sheet,LEDChip, 형광체,Module및 제조 공정

ㆍ박막두께 특성 및 Image 처리 계측 개발

Panel

ㆍ반도체 Device Physics, Circuit Design

ㆍPanel 특성 평가 및 TFT분석 기술,

ㆍ3D구동 기술,무안경 3D렌즈 및 광학 기술 (기하,파동,편광)


